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AGENDA We—

Zusammenfassung Teil 1
Aufbauvarianten: Wie kann HDI mit Starrflex kombiniert werden?
Welche Optimierungsmaoglichkeiten gibt es?

Wie konnen die Kosten reduziert werden?

Zusammenfassung

Verena Laukemann
Technisches Projektmanagement
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ZUSAMMENFASSUNG Ewii%

Te|| 1 WURTH ELEKTRONIK

= Durch die Kombination von HDI und Starrflex werden die Vorteile beider Technologien optimal genutzt.

H H H : : Starrflex- ﬂ Miniaturi-
= Die Technologie HDI verwendet Micro und Buried Vias um s s g
— Platz im Layout zu gewinnen oder / \
— Die Grolle des Gesamtsystems zu reduzieren.

= Die Technologie Starrflex schafft zusatzlichen Platz im System durch
— Die Eliminierung von Steckern, Steckerfootprints und Kabelbdumen oder T e "
— Die dreidimensionale Nutzung des Gehauseraumes.

= Der Aspect Ratio spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der
Via Pad-Durchmesser.

= Die verschiedenen Filling-Typen erfordern die Beachtung der dafur
geltenden Designregeln im Layout.

— Mindestabstande Kupfer zu Kupfer
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HDI-RIGID.FLEX

Aufbauvarianten

RIGID.flex 1F-xRi
= Standardaufbau: 1 x MV
Sonderaufbau: BV & MV komplett

Diunne Gesamtdicke moglich
— Min. 0,50mm +/-0,05mm

MV-Pad-@: min. 350um
BV-Pad-@: min. 450um

Legende:
MV: Micro Via PTH: Plated Through Hole

BV: Buried Via
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Rigidflex 1F-5Ri + HDI 2 - 2(4b) - 2

PCB Thickness : 1,03 mm +/- 10% Flex Thickness: 0,13 mm +/-0,05mm
Flex area Rigid area Flex area .
Thickness Thickness Sateiiel descoripfion Structure Vislypes
40
15
40 40 Plating
0| 50 | Poyma i
45 R4 TG 150 |
30 | i
65 FR4 TG 150" HF I
17 I
510 FR4 TG 150" HF 1 2
17
65 R4 TG 150" HF
30
90 FR4 TG 150" HF |
40 Pons |
15 |




HDI-RIGID.FLEX Ewiig

AUfba uva ri dan te n WURTH ELEKTRONIK

RIGID.flex 1F-xRi

Rigidflex 1F-5Ri + HDI 2 - 2(4b) - 2
Des'g n TI pp: PCB Thickness : 1,03 mm +/- 10% Flex Thickness: 0,13 mm +/-0,05mm
= Dunneres Prepreg auf RS N s
Thickness Thickness Satoriel description Structure Vistypss
» MV-Pad-@: min. 250um
40 —
40 40 * Indl. Plating
50 50 Polyimide i
45 FR4 TG 150" HF |
30 |
65 FR4 TG 150" HF I
7 S
510 FR4 TG 150" HF ‘
17
65 FR4 TG 150" HF I
30
zB.1x1080  om—) o | | oo |
W[ e [
15 |
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HDI-RIGID.FLEX

Aufbauvarianten

RIGID.flex 2F-xRi
= Standardaufbau: 1 x MV

= Keine weiteren MV und BV maglich
= MV-Pad-@: min. 300um

Keine Verbindung L2 nach L5 moglich!
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Rigidflex 2F-4Ri + HDI 1-4-1

PCB Thickness :

1,01 mm +/- 10%

Flex Thickness: 0,19

mm +/-0,05mm

Flex area
Thickness

Rigid area

Material description

40

15

40

40

ind. plating

50

50

Polyimide adhesiveless

17

17

Coverlay

FR4 TG150 HF

250

FR4 TG150 HF

17

125

FR4 TG150 HF

17

250

FR4 TG150 HF

17

65

FR4 TG150 HF

40

indl. plating

15

i

o

i

i i
i i
it




HDI-RIGID.FLEX Ewiig

AUfba uva ri dan te n WURTH ELEKTRONIK

RIGID.flex 2F-xRi

Rigidﬁbn\nﬂ:-mi + HDI 2-2(4b)-2

= Design Tipp:

Flex Thickness: \0,26 mm +/-0,05mm

» Sonderaufbau 1F+1F-xRi
» Vorderseite MV-Pad-@: min. 350um

P Viatypes

» Ruckseite MV-Pad-@: min. 250um
» BV-Pad-@: min. 450um

“ HF |
510 FR4 TG 150" HF
17

65 FR4 TG 150" HF |
7 -
65 FR4 TG 150° HF

0 [ e |

15 |
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HDI-RIGID.FLEX Ewiig

AUfbauva rianten WURTH ELEKTRONIK
Rigidfiex 3RI-2F3RI + HDI 24b2

RIGID flex xRi-2F-xRi e e

= MV ab sechs Lagen (2Ri-2F-2Ri) rs, | Tten | s oscripon i vty

= MV durch fast alle Lagen =

= BV durch Flex- plus benachbarte Starrlagen E : ;—

= Duinne Gesamtdicke moglich Z‘i 7

= MV-Pad-@: min. 250um e T S

« BV-Pad-@: min. 450um o —

Achtung: : i

MV zwischen Flex-Lagen und benachbarten E : :—

Lagen sind nicht moglich! « —
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= Welche Via-Typen verwenden Sie zur Entflechtung von BGA's?

-Nur PTH

- PTH in Kombination mit gestackten MV und BV

- PTH in Kombination mit gestaggerten MV und BV

- PTH, MV und BV sowohl gestackt als auch gestaggered

el By n Ryp Bl iy
T "rmrmTouis
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HDI-RIGID.FLEX: STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI :wiig
Referenzdesign UFBGA 7X7X0.6 169L P 0,5mm Wi e TRoRK

Ausgangssituation und Herausforderung:

= Kundenanfrage: uBGA full array, 13x13 auf einer hochkomplexen
Starrflex-Leiterplatte

= Stackup-ldee: 4Ri-2F-4Ri + HDI 3+4b+3
— |dee Kunde: stacked Microvias
—  Buried Via versetzt zu Microvias ﬁ

—  Einwand WE: Erfordert 2x Kupferfullung:
Begrenzt die Layoutabstande auf L2/L3 und L8/L9

= Designparameter Kunde:
—  Microvia Pad 275um
—  Microvia-in-uBGA-Pad auf der obersten Lage
—  Breite / Abstand: 75um/ 75um ﬁ
—  Impedanzkontrolle nicht erforderlich
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HDI-RIGID.FLEX: STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI :wiig
Referenzdesign UFBGA 7X7X0.6 169L P 0,5mm Wi e TRoRK

= Losungsansatz WE CBT Technisches Projektmanagement: LA £

= Stackup HDI-RIGID.flex 4Ri-2F-4Ri + HDI 3+4b+3
— Staggered anstatt stacked Microvias

— Keine Kupferfillung der Microvias erforderlich:
Feinere Layoutabstande werden maglich

— Buried Via versetzt zu Microvias

= Spezielle Designregeln nur fur den uBGA-Bereich
— Microvia Pad kleiner: 250um
— MBGA-Pad kleiner: 240um
— Lotstopplackfreistellungen 50um
— Microvia-in-pad
— Breite / Abstand: 70um / 90um (Lagen mit Plating!)
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HDI-RIGID.FLEX: STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI VE—&
Referenzdesign UFBGA 7X7X0.6 169L P 0,5mm —WORTH ELEKTRONK

TOP
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more than you expect .

HDI-RIGID.FLEX: STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI :wii%
Referenzdesign UFBGA 7X7X0.6 169L P 0,5mm e

Verena Laukemann | 13.07.2021 13



HDI-RIGID.FLEX: STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI :wiig
Referenzdesign W-CSP138 5.9X4.6 P 0,4mm i eTRonK

Ausgangssituation und Herausforderung:

= Kundenanfrage: W-CSP, kein Full Array 138 pins auf einer hochkomplexen
Starrflex-Leiterplatte

= Stackup-ldee: 4Ri-2F-4Ri + HDI 3+4b+3
— |dee Kunde: stacked Microvias
—  Buried Via versetzt zu Microvias ﬁ

—  Erfordert 2x Kupferfullung:
Begrenzt die Layoutabstande auf L2/L3 und L8/L9

= Designparameter Kunde:
—  Microvia Pad 275um
—  Microvia-in-uBGA-Pad auf der obersten Lage
—  Breite / Abstand: 75um/ 75um ﬁ
—  Impedanzkontrolle nicht erforderlich
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STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI =

CSP138 5.9X4.6 P 0,4mm

FLEX

RIGID
Referenzdesign W

P

HDI
TO

Lage 2
Lage 3
Lage 4
Lage 5



HDI-RIGID.FLEX: STARKE KOMBINATIONEN MIT HDI :wiig
Referenzdesign W-CSP138 5.9X4.6 P 0,4mm W Nk
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WURTH ELEKTRONIK

= Aus welchen Griinden haben Sie bisher auf die Kombination Starrflex mit HDI verzichtet?
— Kosten
— Komplexitat — keine Erfahrung
— HDI war nicht notwendig
— Sonstige: ......

Verena Laukemann | 13.07.2021 17



KOSTENBETRACHTUNG

Vergleich
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Kleineres ’ Hohere

Gesamtsystem Packungsdichte
Vorteile der
BGA-
Starrflex-
Technologie Entflechtung

Kosten fiir
Verbinder
entfallen

Ve

W=

WURTH ELEKTRONIK

18




KOSTENBETRACHTUNG

Anwendungsbeispiel

Kundenanforderung

= Starrflex mit sechs Lagen, davon zwei Flex-Lagen
= Verbindung zw. L1 und L3

= Gesamtdicke: 0,60mm

= ZIF-Stecker

> Re-Design notwendig! Ungunstig sind:
» Flex-Lagen innenliegend
» Stacked MV und BV
» ZIF auf Innenlagen
» Gesamtdicke 0,90mm
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KOSTENBETRACHTUNG Ewii%

AnwendunngeiSpiel WURTH ELEK‘I‘RON?IZ

Losungsansatz WE CBT Technisches Projektmanagement :

1. Lagenaufbau
— 1F+1F-4Ri + HDI 2-2-2
— Verbindung durch MV und PTH

2. MV staggered
— Keine Kupferfillung notwendig
— Feine Abstande moglich
— PTH reduzieren

3. ZIF-Kontakte auf Lage 1

©©
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KOSTENBETRACHTUNG = o
RIGID.flex und HDI: Via-Typen ‘yi_"?

4 Einfach- Zweifach- Dreifach-
o0 |  Verpressung i Verpressung Verpressung
200 % ; i
: 2-4b-2
-
Q I &«
g 2 - 4(6b) - 2 e ﬁmjs
o : _— —
Y, T Tl ealhia T 1 =1
2 - 4(6b) -2 = :j E 12 : Staggered Microvias
1-6b-1 R = it ~5c = : und mech. Buried Vias
2-4-2 J—— = 1 — _-|| 2 Mech. gebohrte
e — = - == " g ﬂ Buried Vias und
2.4-2 iF .- = = == 12 = __7"JT Microvias
Dol . N o
LoeToed J 2 gt 24 _‘ Staggered Microvias (stacked)
1-6-1 ic.7” =] 8 7o = = Mech. gebohrte Und mech. Buried Vias
100 % I J 2 stacked Microvias Buried Vias und
= 8 ok JT - - _I Microvias
S i E 1 Staggered (staggered)
=—=- d°t J Microvias
Verena Laukemann | 13.07.2021 KompIeXItat 21



more than you expect .

KOSTENBETRACHTUNG

Anwendungsbeispiel

O_

WE—

WURTH ELEKTRONIK

4. Liefernutzen
— Maoglichkeit zum Falten
— Optimierung des Flachenbedarfs
— Verschachtelte Auslegung

[ §O

gz X WuBEXEd X4 1]
Il |
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ZUSAMMENFASSUNG Ewii%

WURTH ELEKTRONIK

= Die Kombination von HDI und RIGID.flex eroffnet zahlreiche Moglichkeiten fiir Verbindungen zwischen den
Kupferlagen.

= Scheinbar unmogliche Verbindungen konnen mit den entsprechenden Design-Tipps realisiert werden.

= Komplexe Layouts konnen durch die richtige Wahl der Via-Typen vereinfacht werden. Das spart unnotige Full-
Prozesses und ermoglicht ggf. kleinere Layoutstrukturen.

= Durch die Wahl des richtigen Aufbaus, der Via-Typen und des Panel-Designs konnen die Kosten optimiert werden.
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